
高機能
多層ＦＲ－４.０プリント配線板

■高信頼性・高Ｔｇタイプ
基材種類…Ｒ－１７５５Ｓ (パナソニック㈱製)

内層銅箔…３５，７０μｍ
外層銅箔…１８，３５，７０μｍ

■高信頼性・耐トラッキングタイプ
基材種類…Ｌ－６５５４Ｃ (ニッカン工業㈱製)

内層銅箔…３５,７０,１０５,１４０,１７５,２１０μｍ
外層銅箔…１８，３５，７０μｍ

株式会社ちの技研

項目 条件 単位

実測値

Ｒ－１７５５Ｓ Ｌ－６５５４Ｃ

Tg ＴＭＡ ℃ １７０ １３０

CTE

XY＜Tg

ｐｐｍ/℃

１２ １６

XY＞Tg １４ １２

Z＜Tg ５０ ３５

Ｚ＞Ｔｇ ２５５ ２３０

誘電率 １ＧＨｚ － ４．４ ４．９

誘電正接 １ＧＨｚ － ０．０１６ ０．０１５

吸水率 ＪＩＳ法 ％ ０．０５ ０．０４

耐難燃性 ＵＬ９４Ｖ － ９４Ｖ－０ ９４Ｖ－０

耐トラッキング性 ＩＥＣ法 Ｖ １７５～２５０ ＞６００
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